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一种硅片双面处理装置

(57)摘要

本发明公开了一种硅片双面处理装置，包括

底座、第一伺服电机、丝杠、进给螺母、滑座、下模

板、上模座、过渡条、滑动吸取机构、进气通道、进

气管、托架、直线模组、立板、调速电机、弹性机

构、磨头、支架、转轴、第二伺服电机、第一齿轮、

第二齿轮、夹取机构、清洁机构，将硅片直接置于

定位槽内，滑动吸取机构将硅片吸紧，第一伺服

电机驱动上模座前移，调速电机带动磨头转动，

直线模组带动磨头移动，完成硅片“扫描”时磨

洗，第二伺服电机带动硅片翻转180°，从而对硅

片下表面进行磨洗处理。该装置结构简单，能对

硅片的正反两面进行自动磨洗处理，而且通过

“扫描”式磨洗，能对硅片表面各个地方进行均匀

磨洗，提高表面处理质量。
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1.一种硅片双面处理装置，其特征在于包括底座、第一伺服电机、丝杠、进给螺母、滑

座、下模板、上模座、过渡条、滑动吸取机构、进气通道、进气管、托架、直线模组、立板、调速

电机、弹性机构、磨头、支架、转轴、第二伺服电机、第一齿轮、第二齿轮、夹取机构、清洁机

构，所述的第一伺服电机位于底座上端左侧，所述的第一伺服电机与底座通过螺栓相连，所

述的丝杠位于第一伺服电机右侧且位于底座上端，所述的丝杠与第一伺服电机键相连且与

底座转动相连，所述的丝杠贯穿进给螺母，所述的进给螺母与丝杠螺纹相连，所述的滑座位

于进给螺母外侧且位于底座上端，所述的滑座与进给螺母通过螺栓相连且与底座滑动相

连，所述的下模板位于滑座上端，所述的下模板与滑座通过螺栓相连，所述的上模座位于下

模板上端，所述的上模座与下模板通过螺栓相连，所述的过渡条位于上模座右侧，所述的过

渡条与上模座通过螺栓相连，所述的滑动吸取机构贯穿上模座且贯穿下模板，所述的滑动

吸取机构可以沿上模座上下滑动，所述的上模座还设有进气通道，所述的进气通道不贯穿

上模座主体，所述的进气管位于上模座外侧，所述的进气管与上模座螺纹相连，所述进气管

的腔体和进气通道的腔体互通，所述的托架位于底座上端，所述的托架与底座通过螺栓相

连，所述的直线模组位于托架上端，所述的直线模组与托架通过螺栓相连，所述的立板位于

直线模组下端，所述的立板与直线模组通过螺栓相连，所述的调速电机位于立板下端，所述

的调速电机与立板通过螺栓相连，所述的弹性机构位于调速电机下端，所述的弹性机构与

调速电机键相连，所述的磨头位于弹性机构下端，所述的磨头与弹性机构螺纹相连，所述的

支架位于底座上端右侧，所述的支架与底座通过螺栓相连，所述的转轴位于支架上端，所述

的转轴和支架转动相连，所述的第二伺服电机位于支架上端，所述的第二伺服电机与支架

通过螺栓相连，所述的第一齿轮位于第二伺服电机左侧，所述的第一齿轮与第二伺服电机

键相连，所述的第二齿轮位于第一齿轮下端且位于转轴左侧，所述的第二齿轮与第一齿轮

啮合相连且与转轴键相连，所述的夹取机构位于转轴左侧，所述的夹取机构与转轴螺纹相

连，所述的清洁机构位于支架左侧且位于夹取机构下端，所述的清洁机构与支架通过螺栓

相连；

所述的下模板还设有密封套，所述的密封套贯穿下模板且被滑动吸取机构贯穿，所述

的密封套与下模板螺纹相连；

所述的上模座还设有定位槽，所述的定位槽位于上模座顶部，所述的定位槽不贯穿上

模座主体。

2.如权利要求1所述的硅片双面处理装置，其特征在于所述的密封套还包括套筒、密封

圈，所述的套筒贯穿下模板，所述的套筒与下模板螺纹相连，所述的密封圈位于套筒内侧。

3.如权利要求1所述的硅片双面处理装置，其特征在于所述的上模座还设有滑动腔，所

述滑动腔的腔体与进气通道的腔体互通。

4.如权利要求1所述的硅片双面处理装置，其特征在于所述的滑动吸取机构还包括直

管、活塞、第一弹簧、吸取块、橡胶垫、吸气胶管，所述的直管贯穿上模座且贯穿密封套，所述

的活塞位于直管外侧，所述的活塞与直管螺纹相连，所述的第一弹簧位于直管外侧且位于

活塞上端，所述的吸取块位于直管上端，所述的吸取块与直管螺纹相连，所述的橡胶垫位于

吸取块上端，所述的橡胶垫与吸取块粘接相连，所述的吸气胶管位于直管下端，所述的吸气

胶管与直管紧配相连。

5.如权利要求4所述的硅片双面处理装置，其特征在于所述的吸取块还设有若干吸孔，
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所述的吸孔贯穿吸取块主体。

6.如权利要求1所述的硅片双面处理装置，其特征在于所述的弹性机构还包括轴套、第

一导杆、压板、第二弹簧，所述的轴套位于调速电机下端，所述的轴套与调速电机键相连，所

述的第一导杆贯穿轴套，所述的第一导杆可以沿轴套上下滑动，所述的压板位于第一导杆

下端，所述的压板与第一导杆螺纹相连，所述的第二弹簧位于第一导杆外侧且位于轴套和

压板之间。

7.如权利要求1所述的硅片双面处理装置，其特征在于所述的夹取机构还包括U型架、

电磁铁、第二导杆、夹板、第三弹簧，所述的U型架位于转轴左侧，所述的U型架与转轴螺纹相

连，所述的电磁铁位于U型架内侧上端，所述的电磁铁与U型架通过螺栓相连，所述的第二导

杆贯穿U型架，所述的第二导杆可沿U型架上下滑动，所述的夹板位于第二导杆下端，所述的

夹板与第二导杆螺纹相连，所述的第三弹簧位于第二导杆外侧且位于U型架和夹板之间，所

述的U型架还设有第一垫板，所述的第一垫板位于U型架内侧底部，所述的第一垫板与U型架

粘接相连，所述的夹板还设有第二垫板，所述的第二垫板与夹板粘接相连。

8.如权利要求1所述的硅片双面处理装置，其特征在于所述的清洁机构还包括L型支撑

板、气缸、导向座、第三导杆、连接板、无纺布刷，所述的L型支撑板位于支架左侧，所述的L型

支撑板与支架通过螺栓相连，所述的气缸位于L型支撑板左侧，所述的气缸与L型支撑板通

过螺栓相连，所述的导向座位于L型支撑板左侧，所述的导向座与L型支撑板通过螺栓相连，

所述的第三导杆贯穿导向座，所述的第三导杆可以沿导向座向下滑动，所述的连接板位于

气缸上端且位于第三导杆上端，所述的连接板与气缸螺纹相连且与第三导杆螺纹相连，所

述的无纺布刷位于连接板上端，所述的无纺布刷与连接板通过螺栓相连。
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一种硅片双面处理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种机械装置，尤其涉及一种硅片双面处理装置。

背景技术

[0002] 半导体器件生产中硅片须经严格清洗，微量污染也会导致器件失效，清洗的目的

在于清除表面污染杂质，清除污染的方法有物理清洗和化学清洗，物理清洗主要是采用刷

洗或擦洗的方法将硅片表面杂质去除，主要是通过人工手动操作，生产效率低下，而且手动

刷洗或擦洗均匀性差。鉴于以上缺陷，实有必要设计一种硅片双面处理装置。。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种硅片双面处理装置，该硅片双面处理装置能对硅片的

正反两面进行自动磨洗处理，而且通过“扫描”式磨洗，能对硅片表面各个地方进行均匀磨

洗，提高表面处理质量，同时，硅片装夹、拆卸方便快捷，效率高。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明的技术方案是：一种硅片双面处理装置，包括底座、

第一伺服电机、丝杠、进给螺母、滑座、下模板、上模座、过渡条、滑动吸取机构、进气通道、进

气管、托架、直线模组、立板、调速电机、弹性机构、磨头、支架、转轴、第二伺服电机、第一齿

轮、第二齿轮、夹取机构、清洁机构，所述的第一伺服电机位于底座上端左侧，所述的第一伺

服电机与底座通过螺栓相连，所述的丝杠位于第一伺服电机右侧且位于底座上端，所述的

丝杠与第一伺服电机键相连且与底座转动相连，所述的丝杠贯穿进给螺母，所述的进给螺

母与丝杠螺纹相连，所述的滑座位于进给螺母外侧且位于底座上端，所述的滑座与进给螺

母通过螺栓相连且与底座滑动相连，所述的下模板位于滑座上端，所述的下模板与滑座通

过螺栓相连，所述的上模座位于下模板上端，所述的上模座与下模板通过螺栓相连，所述的

过渡条位于上模座右侧，所述的过渡条与上模座通过螺栓相连，所述的滑动吸取机构贯穿

上模座且贯穿下模板，所述的滑动吸取机构可以沿上模座上下滑动，所述的上模座还设有

进气通道，所述的进气通道不贯穿上模座主体，所述的进气管位于上模座外侧，所述的进气

管与上模座螺纹相连，所述进气管的腔体和进气通道的腔体互通，所述的托架位于底座上

端，所述的托架与底座通过螺栓相连，所述的直线模组位于托架上端，所述的直线模组与托

架通过螺栓相连，所述的立板位于直线模组下端，所述的立板与直线模组通过螺栓相连，所

述的调速电机位于立板下端，所述的调速电机与立板通过螺栓相连，所述的弹性机构位于

调速电机下端，所述的弹性机构与调速电机键相连，所述的磨头位于弹性机构下端，所述的

磨头与弹性机构螺纹相连，所述的支架位于底座上端右侧，所述的支架与底座通过螺栓相

连，所述的转轴位于支架上端，所述的转轴和支架转动相连，所述的第二伺服电机位于支架

上端，所述的第二伺服电机与支架通过螺栓相连，所述的第一齿轮位于第二伺服电机左侧，

所述的第一齿轮与第二伺服电机键相连，所述的第二齿轮位于第一齿轮下端且位于转轴左

侧，所述的第二齿轮与第一齿轮啮合相连且与转轴键相连，所述的夹取机构位于转轴左侧，

所述的夹取机构与转轴螺纹相连，所述的清洁机构位于支架左侧且位于夹取机构下端，所
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述的清洁机构与支架通过螺栓相连。

[0005] 本发明进一步的改进如下：

[0006] 进一步的，所述的下模板还设有密封套，所述的密封套贯穿下模板且被滑动吸取

机构贯穿，所述的密封套与下模板螺纹相连。

[0007] 进一步的，所述的密封套还包括套筒、密封圈，所述的套筒贯穿下模板，所述的套

筒与下模板螺纹相连，所述的密封圈位于套筒内侧，密封圈有效密封滑动吸取机构与密封

套间的接触面，防止漏气。

[0008] 进一步的，所述的上模座还设有定位槽，所述的定位槽位于上模座顶部，所述的定

位槽不贯穿上模座主体。

[0009] 进一步的，所述的上模座还设有滑动腔，所述滑动腔的腔体与进气通道的腔体互

通。

[0010] 进一步的，所述的滑动吸取机构还包括直管、活塞、第一弹簧、吸取块、橡胶垫、吸

气胶管，所述的直管贯穿上模座且贯穿密封套，所述的活塞位于直管外侧，所述的活塞与直

管螺纹相连，所述的第一弹簧位于直管外侧且位于活塞上端，所述的吸取块位于直管上端，

所述的吸取块与直管螺纹相连，所述的橡胶垫位于吸取块上端，所述的橡胶垫与吸取块粘

接相连，所述的吸气胶管位于直管下端，所述的吸气胶管与直管紧配相连，将硅片直接置于

设置在上模座上的定位槽内，经吸气胶管将直管抽成负压，使得吸取块将硅片吸取，从而完

成定位夹紧，当需要将硅片取出时，经进气管向进气通道内泵入压缩空气，压缩空气进入滑

动腔内，从而推动与活塞固连的直管上移，进而带动吸取块吸取的硅片上移，操作人员即可

将硅片取出，随后，停止向进气管泵入压缩空气，第一弹簧复位，从而带动吸取块落入上模

座内。

[0011] 进一步的，所述的吸取块还设有若干吸孔，所述的吸孔贯穿吸取块主体，橡胶垫用

于密封，使得经吸孔抽气时，能将硅片吸紧。

[0012] 进一步的，所述的弹性机构还包括轴套、第一导杆、压板、第二弹簧，所述的轴套位

于调速电机下端，所述的轴套与调速电机键相连，所述的第一导杆贯穿轴套，所述的第一导

杆可以沿轴套上下滑动，所述的压板位于第一导杆下端，所述的压板与第一导杆螺纹相连，

所述的第二弹簧位于第一导杆外侧且位于轴套和压板之间。

[0013] 进一步的，所述的夹取机构还包括U型架、电磁铁、第二导杆、夹板、第三弹簧，所述

的U型架位于转轴左侧，所述的U型架与转轴螺纹相连，所述的电磁铁位于U型架内侧上端，

所述的电磁铁与U型架通过螺栓相连，所述的第二导杆贯穿U型架，所述的第二导杆可沿U型

架上下滑动，所述的夹板位于第二导杆下端，所述的夹板与第二导杆螺纹相连，所述的第三

弹簧位于第二导杆外侧且位于U型架和夹板之间，所述的U型架还设有第一垫板，所述的第

一垫板位于U型架内侧底部，所述的第一垫板与U型架粘接相连，所述的夹板还设有第二垫

板，所述的第二垫板与夹板粘接相连。

[0014] 进一步的，所述的清洁机构还包括L型支撑板、气缸、导向座、第三导杆、连接板、无

纺布刷，所述的L型支撑板位于支架左侧，所述的L型支撑板与支架通过螺栓相连，所述的气

缸位于L型支撑板左侧，所述的气缸与L型支撑板通过螺栓相连，所述的导向座位于L型支撑

板左侧，所述的导向座与L型支撑板通过螺栓相连，所述的第三导杆贯穿导向座，所述的第

三导杆可以沿导向座向下滑动，所述的连接板位于气缸上端且位于第三导杆上端，所述的
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连接板与气缸螺纹相连且与第三导杆螺纹相连，所述的无纺布刷位于连接板上端，所述的

无纺布刷与连接板通过螺栓相连。

[0015] 与现有技术相比，该硅片双面处理装置，工作时，将硅片直接置于设置在上模座上

的定位槽内，滑动吸取机构将硅片吸紧，随后，第一伺服电机通过丝杠带动与进给螺母固连

的滑座右移，从而带动放置在上模座内的硅片右移，当过渡条与磨头接触后，随着第一伺服

电机继续工作，过渡条对磨头产生推力，弹性机构内的第二弹簧压缩，从而带动磨头上移微

小距离，使得磨头与上模座完全接触，由于第二弹簧反作用于磨头，使得磨头与硅片保持完

全接触，随后，调速电机带动磨头转动，同时，直线模组带动立板前后移动，进而带动磨头前

后移动，从而完成硅片“扫描”时磨洗，当硅片上表面磨洗完成后，第一伺服电机驱动放置在

上模座内的硅片右移至夹取机构处，第二伺服电机带动第一齿轮转动设定角度，从而带动

与第一齿轮啮合的第二齿轮转动设定角度，进而带动与转轴固连的夹取机构转动设定角

度，随后，清洁机构动作，气缸带动无纺布刷伸入夹取机构内将第一垫板和第二垫板表面的

灰尘吸取，随后，气缸复位，第二伺服电机复位，经进气管向进气通道内泵入压缩空气，压缩

空气进入滑动腔内，从而推动与活塞固连的直管上移，进而带动吸取块吸取的硅片上移，随

后，第一伺服电机转动设定角度，将硅片送入夹取机构内，电磁铁失电，第三弹簧复位推动

夹板带动第二垫片向第一垫板处移动，从而将硅片夹紧，第一伺服电机反转设定角度带动

上模座后退设定长度，随后，第二伺服电机转动设定角度，使得硅片翻转180°，第一伺服电

机正转设定角度，带动滑动吸取机构移动至硅片正下方，电磁铁得电，使得硅片完全落在滑

动吸取机构上端，滑动吸取机构将硅片吸取夹紧后复位，从而带动硅片落在定位槽内，第一

伺服电机反向转动，调速电机带动磨头转动对硅片下表面进行磨洗处理。该装置结构简单，

能对硅片的正反两面进行自动磨洗处理，而且通过“扫描”式磨洗，能对硅片表面各个地方

进行均匀磨洗，提高表面处理质量，同时，硅片装夹、拆卸方便快捷，效率高。

附图说明

[0016]  图1示出本发明主视图

[0017] 图2示出本发明密封套结构示意图

[0018] 图3示出本发明滑动吸取机构结构示意图

[0019] 图4示出本发明吸取块俯视图

[0020] 图5示出本发明弹性机构结构示意图

[0021] 图6示出本发明夹取机构结构示意图

[0022] 图7示出本发明清洁机构结构示意图

[0023] 图中：底座1、第一伺服电机2、丝杠3、进给螺母4、滑座5、下模板6、上模座7、过渡条

8、滑动吸取机构9、进气通道10、进气管11、托架12、直线模组13、立板14、调速电机15、弹性

机构16、磨头17、支架18、转轴19、第二伺服电机20、第一齿轮21、第二齿轮22、夹取机构23、

清洁机构24、密封套601、套筒602、密封圈603、定位槽701、滑动腔702、直管901、活塞902、第

一弹簧903、吸取块904、橡胶垫905、吸气胶管906、吸孔907、轴套1601、第一导杆1602、压板

1603、第二弹簧1604、U型架2301、电磁铁2302、第二导杆2303、夹板2304、第三弹簧2305、第

一垫板2306、第二垫板2307、L型支撑板2401、气缸2402、导向座2403、第三导杆2404、连接板

2405、无纺布刷2406。
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实施方式

[0024] 如图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7所示，一种硅片双面处理装置，包括底座1、第一

伺服电机2、丝杠3、进给螺母4、滑座5、下模板6、上模座7、过渡条8、滑动吸取机构9、进气通

道10、进气管11、托架12、直线模组13、立板14、调速电机15、弹性机构16、磨头17、支架18、转

轴19、第二伺服电机20、第一齿轮21、第二齿轮22、夹取机构23、清洁机构24，所述的第一伺

服电机2位于底座上端1左侧，所述的第一伺服电机2与底座1通过螺栓相连，所述的丝杠3位

于第一伺服电机2右侧且位于底座1上端，所述的丝杠3与第一伺服电机2键相连且与底座1

转动相连，所述的丝杠3贯穿进给螺母4，所述的进给螺母4与丝杠3螺纹相连，所述的滑座5

位于进给螺母4外侧且位于底座1上端，所述的滑座5与进给螺母4通过螺栓相连且与底座1

滑动相连，所述的下模板6位于滑座5上端，所述的下模板6与滑座5通过螺栓相连，所述的上

模座7位于下模板6上端，所述的上模座7与下模板6通过螺栓相连，所述的过渡条8位于上模

座7右侧，所述的过渡条8与上模座7通过螺栓相连，所述的滑动吸取机构9贯穿上模座7且贯

穿下模板6，所述的滑动吸取机构9可以沿上模座7上下滑动，所述的上模座7还设有进气通

道10，所述的进气通道10不贯穿上模座7主体，所述的进气管11位于上模座7外侧，所述的进

气管11与上模座7螺纹相连，所述进气管11的腔体和进气通道10的腔体互通，所述的托架12

位于底座1上端，所述的托架12与底座1通过螺栓相连，所述的直线模组13位于托架12上端，

所述的直线模组13与托架12通过螺栓相连，所述的立板14位于直线模组13下端，所述的立

板14与直线模组13通过螺栓相连，所述的调速电机15位于立板14下端，所述的调速电机15

与立板14通过螺栓相连，所述的弹性机构16位于调速电机15下端，所述的弹性机构16与调

速电机15键相连，所述的磨头17位于弹性机构16下端，所述的磨头17与弹性机构16螺纹相

连，所述的支架18位于底座1上端右侧，所述的支架18与底座1通过螺栓相连，所述的转轴19

位于支架18上端，所述的转轴19和支架18转动相连，所述的第二伺服电机20位于支架18上

端，所述的第二伺服电机20与支架18通过螺栓相连，所述的第一齿轮21位于第二伺服电机

20左侧，所述的第一齿轮21与第二伺服电机20键相连，所述的第二齿轮22位于第一齿轮21

下端且位于转轴19左侧，所述的第二齿轮22与第一齿轮21啮合相连且与转轴19键相连，所

述的夹取机构23位于转轴19左侧，所述的夹取机构23与转轴19螺纹相连，所述的清洁机构

24位于支架18左侧且位于夹取机构23下端，所述的清洁机构24与支架18通过螺栓相连，所

述的下模板6还设有密封套601，所述的密封套601贯穿下模板6且被滑动吸取机构9贯穿，所

述的密封套601与下模板6螺纹相连，所述的密封套601还包括套筒602、密封圈603，所述的

套筒602贯穿下模板6，所述的套筒602与下模板6螺纹相连，所述的密封圈位于套筒内侧，密

封圈603有效密封滑动吸取机构9与密封套601间的接触面，防止漏气，所述的上模座7还设

有定位槽701，所述的定位槽701位于上模座7顶部，所述的定位槽701不贯穿上模座7主体，

所述的上模座7还设有滑动腔702，所述滑动腔702的腔体与进气通道10的腔体互通，所述的

滑动吸取机构9还包括直管901、活塞902、第一弹簧903、吸取块904、橡胶垫905、吸气胶管

906，所述的直管901贯穿上模座7且贯穿密封套601，所述的活塞902位于直管901外侧，所述

的活塞902与直管901螺纹相连，所述的第一弹簧903位于直管901外侧且位于活塞902上端，

所述的吸取块904位于直管901上端，所述的吸取块904与直管901螺纹相连，所述的橡胶垫

905位于吸取块904上端，所述的橡胶垫905与吸取块904粘接相连，所述的吸气胶管906位于

直管901下端，所述的吸气胶管与直管紧配相连，将硅片直接置于设置在上模座7上的定位
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槽701内，经吸气胶管906将直管901抽成负压，使得吸取块904将硅片吸取，从而完成定位夹

紧，当需要将硅片取出时，经进气管11向进气通道10内泵入压缩空气，压缩空气进入滑动腔

702内，从而推动与活塞902固连的直管901上移，进而带动吸取块904吸取的硅片上移，操作

人员即可将硅片取出，随后，停止向进气管11泵入压缩空气，第一弹簧903复位，从而带动吸

取块904落入上模座7内，所述的吸取块904还设有若干吸孔907，所述的吸孔907贯穿吸取块

主体904，橡胶垫905用于密封，使得经吸孔907抽气时，能将硅片吸紧，所述的弹性机构16还

包括轴套1601、第一导杆1602、压板1603、第二弹簧1604，所述的轴套1601位于调速电机15

下端，所述的轴套1601与调速电机15键相连，所述的第一导杆1602贯穿轴套1601，所述的第

一导杆1602可以沿轴套1601上下滑动，所述的压板1603位于第一导杆1602下端，所述的压

板1603与第一导杆1602螺纹相连，所述的第二弹簧1604位于第一导杆1602外侧且位于轴套

1601和压板1603之间，所述的夹取机构23还包括U型架2301、电磁铁2302、第二导杆2303、夹

板2304、第三弹簧2305，所述的U型架2301位于转轴19左侧，所述的U型架2301与转轴19螺纹

相连，所述的电磁铁2302位于U型架2301内侧上端，所述的电磁铁2302与U型架2301通过螺

栓相连，所述的第二导杆2303贯穿U型架2301，所述的第二导杆2303可沿U型架2301上下滑

动，所述的夹板2304位于第二导杆2303下端，所述的夹板2304与第二导杆2303螺纹相连，所

述的第三弹簧2305位于第二导杆2303外侧且位于U型架2301和夹板2304之间，所述的U型架

2301还设有第一垫板2306，所述的第一垫板2306位于U型架2301内侧底部，所述的第一垫板

2306与U型架2301粘接相连，所述的夹板2304还设有第二垫板2307，所述的第二垫板2307与

夹板2304粘接相连，所述的清洁机构24还包括L型支撑板2401、气缸2402、导向座2403、第三

导杆2404、连接板2405、无纺布刷2406，所述的L型支撑板2401位于支架18左侧，所述的L型

支撑板2401与支架18通过螺栓相连，所述的气缸2402位于L型支撑板2401左侧，所述的气缸

2402与L型支撑板2401通过螺栓相连，所述的导向座2403位于L型支撑板2401左侧，所述的

导向座2403与L型支撑板2401通过螺栓相连，所述的第三导杆2404贯穿导向座2403，所述的

第三导杆2404可以沿导向座2403向下滑动，所述的连接板2405位于气缸上端且位于第三导

杆2404上端，所述的连接板2405与气缸2402螺纹相连且与第三导杆2404螺纹相连，所述的

无纺布刷2406位于连接板2405上端，所述的无纺布刷2406与连接板2405通过螺栓相连，该

硅片双面处理装置，工作时，将硅片直接置于设置在上模座7上的定位槽701内，滑动吸取机

构9将硅片吸紧，随后，第一伺服电机2通过丝杠3带动与进给螺母4固连的滑座5右移，从而

带动放置在上模座7内的硅片右移，当过渡条8与磨头17接触后，随着第一伺服电机2继续工

作，过渡条8对磨头17产生推力，弹性机构16内的第二弹簧1604压缩，从而带动磨头17上移

微小距离，使得磨头17与上模座7完全接触，由于第二弹簧1604反作用于磨头17，使得磨头

17与硅片保持完全接触，随后，调速电机15带动磨头17转动，同时，直线模组13带动立板14

前后移动，进而带动磨头17前后移动，从而完成硅片“扫描”时磨洗，当硅片上表面磨洗完成

后，第一伺服电机2驱动放置在上模座7内的硅片右移至夹取机构23处，第二伺服电机20带

动第一齿轮21转动设定角度，从而带动与第一齿轮21啮合的第二齿轮22转动设定角度，进

而带动与转轴19固连的夹取机构23转动设定角度，随后，清洁机构24动作，气缸2402带动无

纺布刷2406伸入夹取机构23内将第一垫板2306和第二垫板2307表面的灰尘吸取，随后，气

缸2402复位，第二伺服电机22复位，经进气管11向进气通道10内泵入压缩空气，压缩空气进

入滑动腔702内，从而推动与活塞902固连的直管901上移，进而带动吸取块904吸取的硅片
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上移，随后，第一伺服电机2转动设定角度，将硅片送入夹取机构23内，电磁铁2302失电，第

三弹簧2305复位推动夹板2304带动第二垫片2307向第一垫板2306处移动，从而将硅片夹

紧，第一伺服电机2反转设定角度带动上模座7后退设定长度，随后，第二伺服电机20转动设

定角度，使得硅片翻转180°，第一伺服电机2正转设定角度，带动滑动吸取机构9移动至硅片

正下方，电磁铁2302得电，使得硅片完全落在滑动吸取机构9上端，滑动吸取机构9将硅片吸

取夹紧后复位，从而带动硅片落在定位槽701内，第一伺服电机2反向转动，调速电机15带动

磨头17转动对硅片下表面进行磨洗处理。该装置结构简单，能对硅片的正反两面进行自动

磨洗处理，而且通过“扫描”式磨洗，能对硅片表面各个地方进行均匀磨洗，提高表面处理质

量，同时，硅片装夹、拆卸方便快捷，效率高。

[0025] 本发明不局限于上述具体的实施方式，本领域的普通技术人员从上述构思出发，

不经过创造性的劳动，所做出的种种变换，均落在本发明的保护范围之内。

说　明　书 6/6 页

9

CN 108067993 B

9



图1

图2

说　明　书　附　图 1/5 页

10

CN 108067993 B

10



图3

图4

说　明　书　附　图 2/5 页

11

CN 108067993 B

11



图5

说　明　书　附　图 3/5 页

12

CN 108067993 B

12



图6

说　明　书　附　图 4/5 页

13

CN 108067993 B

13



图7

说　明　书　附　图 5/5 页

14

CN 108067993 B

14


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002
	CLA00003

	DES
	DES00004
	DES00005
	DES00006
	DES00007
	DES00008
	DES00009

	DRA
	DRA00010
	DRA00011
	DRA00012
	DRA00013
	DRA00014


